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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Bildsensor-Chip und entsprechendes Tragerelement 

(§) Der Bildsensor-Chip (1 ) weist auf einer Hauptseite (2) eine 
optische Sensorflache (3) und elektrische Kontaktflichen (4) 
auf und ist in Flip-Chip-Tech nik mit der Hauptseite (2) nach 
unten auf dem Tragerelement (6) befestigbar, Im Tragerele- 
ment (6), beispielsweise einer Platine, befindet sich eine 
Offnung (8), durch die Licht auf die Sensorflache (3) fallen 
kann. Vorteile: Kein Gehause fur den Chip notwendig, 
preisgunstige Montage. Das Tragerelement (6) kann Teii 
eines Kameragehfiuses (11) sein. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untertagen entnommen 
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Beschreibung Die Erfindung ermfiglicht in vorteilhafter Weise die 
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gelangt 

Fig. 2 zeigt in einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung einen Bildsensor-Chip 1, der ahnlich demjeni- 
gen aus Fig. 1 gestaltet ist Auch das Tragerelement 6 
hat im Prinzip denselben Aufbau. In vorteilhaf ter Weise 5 
ist jedoch dieses Tragerelement 6 Bestandteil eines Ge- 
hauses 11 einer Kamera 18, die auBer dem Chip 1 auch 
weitere integrierte Schaltungen oder elektrische Bau- 
teile 15 enthalten kann. 

Die Leiterbahnen 14 des Tragerelementes 6 sind bei 10 
diesem Ausfuhrungsbeispiel gunstigerweise dreidimen- 
sional an der Innenseite des Gehauses 11 gestaltet und 
konnen daher in der MID-Technik (Moulded Intercon- 
nect Device) vorteilhaft ausgebildet werden. Ein Her- 
stellungsverfahren fur derartige MID-Leiterbahnen 14 15 
ist das HeiBprageverfahren. Die Leiterbahnen 14 sind 
durch AnschluBleitungen 17, die Bestandteile eines An- 
schluBkabels 16 sind, mit dem auBeren des Kamerage- 
hauses 11 verbunden. 

Eine Kamera 18, die nach dem in Fig. 2 dargestellten 20 
Prinzip aufgebaut ist, laBt sich ohne groBen Aufwand 
mit nur wenigen Komponenten und wenigen Herstel- 
lungsschritten in billiger Weise herstellea 

Es ist auch moglich, den Chip 1 anders als in den Fig. 1 
und 2 dargestellt auf dem Tragerelement 6 kopfuber zu 25 
montieren. 

Patentanspruche 

1 . Bildsensor-Chip (1), 30 

— der auf einer Hauptseite (2) eine optische 
Sensorflache (3) und elektrische Kontaktfla- 
chen(4)aufweist, 

— der auf seinen Kontaktflachen (4) schmelz- 
fahige Hocker (5) aufweist, so daB er ohne Ge- 35 
hause iiber die Hocker (5) auf einem Trager- 
element (6) befestigbar ist 

2. Tragerelement (6) fur einen Bildsensor-Chip, 

— mit einer Lichtdurchtrittsoffnung(8), 

— das Tragerelement (6) ist in der Weise ge- 40 
staltet, daB der Chip (1) oberhalb der Offnung 
(8) so befestigbar ist, daB durch die Offnung (8) 
Licht (9) von der vom Chip (1) abgewandten 
Seite des Tragerelementes (6) auf eine Sensor* 
flache (3) des Chips (1) gelangen kann. 45 

3. Tragerelement nach Anspruch 2, bei dem an der 
Offnung (8) optische Mittel (10) vorhanden sind, um 
einfallendes Licht (9) vor dem Durchtritt durch die 
Offnung (8) zu beeinflussen. 

4. Tragerelement nach einem der Anspruche 2 oder 50 
3, das Teil eines Kameragehauses (1 1) ist 

5. Tragerelement nach einem der Anspruche 2 bis 4 
mit einem darauf montierten Bildsensor-Chip, 

— der Chip (1) weist auf einer dem Tragerele- 
ment (6) zugewandten Hauptseite (2) eine opti- 55 
sche Sensorflache (3) und Iichtempfindliche 
Schaltungsbereiche (12) auf, 

— die Offnung (8) des Tragerelementes (6) ist 
so bemessen, daB Licht (9) nur auf die Sensor- 
flache (3), nicht jedoch auf die lichtempfindli- 60 
chen Schaltungsbereiche (12) fallen kann. 

6. Tragerelement nach Anspruch 5, bei dem der 
Chip (1) durch eine Versiegelung (13) von seiner 
vom Tragerelement (6) abgewandten Seite ge- 
schutztist 65 
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Abstract of DE1 9651 260 

The image sensor chip (1) has a main side (2) with an optical sensor surface (3) and electrical contact 
surfaces (4) which have solder projections (5) allowing the image sensor chip to be secured to a carrier 
element (6) directly. Pref. the carrier element has a light entry window (8) aligned with the optical 
sensor surface of the image sensor chip. The carrier element may be provided as part of a video 
camera housing. 
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